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１．概要（Summary） 

テラヘルツ(THz)帯は電波と赤外の波長の狭間にあり、

ヘテロダイン検出素子の開発が立ち遅れてきた為、未開

拓の波長領域となっている。我々は、酸素原子(OI)や星

間ガスの冷却に重要な炭素イオン(CII)、地球や惑星大

気の酸化反応を司るOHラジカルなど、重要なスペクトル

線がひしめく 1.8-2 THz帯をターゲットとし、超伝導

NbTiN細線を集積した 1.9 THz帯ホットエレクトロンボロメ

ータ(HEB)ミクサ素子の開発を推進している。本実験の目

的は、HEBミクサ素子を、ミクサマウントのホーンアンテナ

/導波路に実装できるようにするため、SiO2基板上に集積

した素子をブレードダイサーで短冊状にチップ化すること

である。このチップの厚みは約 18-20 µmと非常に薄いた

め、歩留りを維持してダイシングする手法の確立が鍵を握

る。 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ブレードダイサー DAD-340 
2016 年 11 月より DAD-3650 に移行。  

【実験方法】 
ガラス基板上に、18-20 µmの厚さまで研磨した水晶ウ

エハが接着剤で貼り付けられている。このウエハには 200 
µm の間隔で、超伝導 HEB ミクサ素子が並んでいる。ブ

レードダイサーを用いて、この素子に沿って 36 µm の幅

で素子を短冊上に切り出して抽出していく必要がある。切

り出しは、DISCO NBC-ZH 2050 27 HEDE Diamond 
Blade を用い、送り速度は 0.6 mm/s、スピンドル回転数

は 30000/min で実施した。 
ガラス基板は、50 度に熱したテープマウンタ上で、6 

inch 用金属枠内のダイサー用テープに貼り付ける。さら

にプレパラートの固定を強固にするため、アロンアルファ

でガラス基板の周囲をかためている。  
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 は、実際にダイシングを行ったSiO2基板上に集

積した超伝導HEBミクサ素子(厚み 18 mm)である。素子

の左側面を切り込んだ後、今度はブレードの裏面側のラ

インに合わせて、素子の右側側面を切り込み、幅 36 mm
の素子を短冊状に抽出することに成功した。これにより、ミ

クサマウントの導波路へのチップの実装が実現した。ただ

し、ガラス基板とSiO2基板の間の接着材の不均一性を打

開できておらず、ダイシング時に飛散したりクラックが入る

チップの方が多く、歩留りが低いのが現状である。チップ

の固定方法など、今後の改善を検討していく必要である。 
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Fig. 1: 1.9 THz band 
horn/waveguide type 
superconducting HEB 
chips diced with the 
DISCO’s dicing blade. 
The chip thickness is 18 
µm.  The chip width   
is 36 µm.  


